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露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

编号：20211126 

投资者关系活动

类别 

□特定对象调研      □分析师会议 

□媒体采访          □业绩说明会 

□新闻发布会        □路演活动 

 现场参观  

电话会议 

参与单位名称及

人员姓名 

易方达基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通

证券资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、东方财富证

券股份有限公司 

时间 2021年 11 月 26日 

地点 安徽省合肥市长丰县合肥露笑半导体材料有限公司 

上市公司接待人

员姓名 
董事会秘书 李陈涛、合肥露笑董事长 程明 

 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

 

 

投资者问答 

 

一、公司公告与东莞市天域半导体科技有限公司签署战略

合作协议，为其 2022 年、2023 年、2024 年预留产能不少于

15 万片，并同时公告非公开发行股票预案进行扩产，如何理

解？ 

答：这里主要有两层理解。首先，签署长单绑定产能是行

业内通用的做法，像国外导电型衬底集中在 Wolfspeed、罗姆

公司、二六公司，安森美、英飞凌、意法半导体等下游厂家都

签署长期订单来保证原材料的供应不受影响。这样做的根本原

因在于碳化硅衬底片供不应求，下游厂商需要以长协订单形式

来绑定上游产能。 

更深层次的理解，碳化硅衬底要想获得下游客户长期订单



 

 

 

 

投资者关系活动

主要内容介绍 

 

需要具备三点：一是要通过客户认证，具有稳定的质量，一致

性控制要求比较高；二是需要有一定规模的、稳定的供应量；

三是具备与客户需求相匹配的扩产能力。公司与东莞天域签署

战略合作协议，为其 2022年、2023年、2024 年预留碳化硅衬

底产能不少于 15 万片，标志着公司产品和产能已经得到东莞

天域的认可，绑定公司未来三年产能。 

非公开发行股票预案主要是将来用以扩产来匹配包括东

莞天域等厂家不断扩张的衬底需求。 

 

二、公司碳化硅的技术来源？ 

答：目前碳化硅市场主要是 3大技术流派，一个是北京中

科院物理研究所陈小龙团队，2003 年开始做碳化硅，之后加

盟天科合达；第二个是山东大学徐现刚教授团队，目前在广州

南砂；第三个是中科院上海硅酸盐所陈之战教授团队，陈博士

最早接触碳化硅，2008年建立国内第一条 2英寸中试线，2012

年在世纪金光建立了 4英寸中试线，之后陈博士团队加入我公

司，并与公司原蓝宝石团队进行磨合，确定了碳化硅衬底片的

主要技术路线，其中切磨抛以原蓝宝石技术为基础发展而成。 

 

三、公司衬底片未来的产能规划情况。 

答：目前公司现有的衬底片年产能为 2.5万片，后续将根

据市场订单情况继续进行扩产，预计到明年 6 月份之前，公司

将年产能扩大到 10万片。 

 

四、公司未来的研发投入方向？ 

答：半导体属于资金和技术密集型行业，预计公司将在未

来持续加大研发投入，增强公司竞争力。主要研发投入有三个

方向：1、研究提高碳化硅衬底良品率的新技术，降低生产成

本；2、研究加工新工艺、新技术；3、研究开发 8英寸碳化硅

衬底片，增强市场竞争力。 

 



五、介绍下碳化硅市场情况。 

答：据 Yole 预测，碳化硅器件应用空间将从 2020 年

的 6 亿美金快速增长至 2030 年的 100 亿美金。II-VI 公司

乐观预计 2030 年碳化硅市场规模将超 300 亿美元，2021

到 2030 年复合增速高达 50.6%。而据国内行业资深专家测

算，至 2030 年前后 6 英寸碳化硅市场需求量将达 1000 万

片以上，未来碳化硅供不应求格局将长期存在。 

 

六、目前碳化硅市场整体竞争格局如何？ 

答：目前碳化硅导电型衬底的供给主要集中在海外巨头，

美国 Wolfspeed、罗姆公司、二六公司占据绝大部分市场份额。

国内近年才开始爆发，各级政策联动，扶持力度增强，市场不

断有竞争者加入。我们认为今年是国内碳化硅产业布局元年，

明年是送样年，后年行业会进行洗牌，届时真正掌握核心技术、

有能力的公司将会在市场中脱颖而出，露笑努力成为国内第一

家真正量产 6英寸导电型衬底的上市公司。 

 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2021年 11 月 26日 

 


